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執筆者(敬称略) 

本書ではこんな情報を掲載しています 

※第一著者のみ掲載 

最新動向とその材料、プロセスの開発 

◎限界に近づく集積回路の微細化、先端半導体の差異化はパッケージ技術がカギを握る！ 

 チップレット、3次元集積化によるパッケージ技術の変革と新しい材料、プロセス技術を掲載 
新刊書籍 
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～2.XD、3D集積化と基板材料、封止・接合技術、放熱部材～ 

・次世代WBG半導体の性能を発揮する 
   パッケージ構造と高耐熱封止、接合材料の開発 
 
・はんだ実装におけるクラック、ボイド、 
       ウィスカなどの不具合発生要因と対策 
 
 

 ・高速通信向け多層基板用フィルムにおける 

   低誘電特性と他特性(耐熱性、低CTE等)の両立 
 
・高熱伝導化のためのフィラーの最密充填技術、 
      高熱伝導かつ低誘電率な放熱材料の設計 

・FOWLP、2.XD、シリコンブリッジ、3D、、、 
   次世代パッケージ技術の開発状況と特徴、課題 
 

・3次元積層化のカギとなる 

 ハイブリッド接合技術と新規接合材料の開発 

 

・新しい用途へ向けた封止材への要求特性と 

          クラック、剥離の抑制手法 
 

・パッケージ基板の配線微細化、高密度化を実現する 

       ビルドアップ工程における平坦化技術 
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第１章 先端半導体パッケージ技術とその構造、プロセス技術 
第１節 次世代半導体パケージFOLPðの構造とその応用展開  
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第６節 有機インターポーザを用いた 
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第７節 大判化するWLP/PLPのモールディング技術 
 

第２章 次世代パワー半導体の実装技術と放熱対策 
第１節 CASEに向けた車載機器の変化と実装技術の動向、課題 
第２節 有機絶縁材料を用いたパワーモジュールの開発動向と高放熱化技術 
第３節 次世代ワイドバンドギャップ半導体向け 
                                                     パワーモジュールパッケージ技術 
第４節 表面実装型パワー半導体パッケージの熱抵抗とその測定  
 

第３章 半導体封止材料の設計、要求特性と特性向上技術 
第１節 半導体封止材の特性を引き出す設計とトラブル要因、その対策 
第２節 半導体封止材向けエポキシ樹脂への要求特性と高機能設計 
第３節 脂環式エポキシ樹脂の物性と半導体分野への応用 
第４節 メソゲン骨格エポキシ樹脂の設計と熱伝導性・耐熱性 
第５節 ハロゲンフリー触媒反応による 
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第８節 クリストバライト充填エポキシ樹脂の力学特性 
 

第４章 半導体実装における接着、接合技術と信頼性評価 
第１節 はんだ付け用フラックスと実装不具合の発生原因と対策 
第２節 鉛フリーはんだの機械的特性と接合信頼性評価 
第３節 Snウィスカの発生メカニズムとその抑制方法 
第４節 有限要素法を用いたはんだ接合部の強度評価 
第５節 Agナノペーストの接合技術とパワーデバイスへの適応 
第６節 銀塩焼結接合技術の開発と大面積銅板接合 
第７節 パワー半導体用銅ナノ粒子接合技術と特性評価 
第８節 半導体実装を支える低温・短時間硬化接着剤 
第９節 半導体チップの高密度実装用新規接着剤の開発 
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第２節 高周波用ふっ素樹脂多層基板の開発動向 
第３節 マルチワイヤ配線板の開発動向と高集積化への対応 
第４節 プリント配線板に求められる大電流高放熱対応技術 
第５節 小型表面実装部品のための基板放熱設計 
第６節 低粗度、高接着性を有する銅箔表面処理技術と高周波伝送特性 
第７節 紫外線照射による樹脂基板上へのパターニングと 
                                                                  無電解Ni-Pの選択析出 
第８節 高速・高精度・微細印刷パターニング技術 
第９節 銅マイクロ粒子のレーザ焼結による 
                                                    液晶高分子基板への配線形成技術 
第１０節 半導体パッケージ基板の微細配線化に対応した平坦化技術 
第１１節 次世代先端ICパッケージを支えるドリル加工技術 
第１２節 真空紫外線を利用した半導体パッケージプロセスへの応用技術  
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第６章 熱対策部材の開発動向と熱物性評価 
第１節 異方性改善と高熱伝導性を両立した窒化ホウ素フィラーの開発  
第２節 フィラーの最密充填とハイブリッドによる 
                                                     ポリマー系複合材料の高熱伝導化 
第３節 液晶性化合物を利用した高熱伝導化と低誘電材料への応用展開  
第４節 高熱伝導性グラファイトの特性、複合化技術と熱対策部品への活用 
第５節 積層型ベーパーチャンバーの開発動向と半導体熱問題への応用  
第６節 自励振動型ヒートパイプの動作原理、熱輸送性能と 
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第７章 半導体パッケージの解析、検査技術 
第１節 半導体パッケージのバンプ高さ検査技術 
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